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(57) Abstract

‘The invention relates to a method and device for bonding a wire conductor (13) when producing a transponder unit having a wire-
wound coil (12) and a chip unit (15) and arranged on a substrate (11). During a first phase the wire conductor (13) extends across the
bonding pad (18, 19) or a region receiving the bonding pad, and is fixed to the substrate (11} in refation to the bonding pad (18, 19) or the
region associated with the bonding pad, and during a second phase the wire connector (13) is connected to the bonding pad (18, 19) by
connection means (25, 37).




connection neans (25, 37).

,

(57) Zusammenfassung

Verfahren und Vorrichtung 2ur Kontaktierung eines Drahtleiters (13) bei der Herstellung einer auf einem Substrat (11) angeordneten,
eine Drahtspule (12) und eine Chipeinheit (15) aufweisenden Transpondereinheit, bei dem in einer ersten Phase der Drahtleiter (13) Giber
dic AnschiuBfische (18, 19) oder cinen die AnschluBfiiche aufachmenden Bereich hinweggefilut und relativ zur AnschiuBfiache (18, 19)
bzw. dem der AnschluBfliche zugeordneten Bereich auf dem Substrat (11) fixiert wird, und in ciner zweiten Phase dic Verbindung des

Drzhtleiters (13) mit der AnschluBfiiche (18, 19) mittels einer Verbindungseinrichtung (25, 37) erfolgt.
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